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(5) Verfahren und Vorrichtung zum thermischen Schutz von elektronischen Einrichtungen und dieses Verfahren 
benutzendes elektronisches Etikett 

(g) Ein Mantel (1, 21) aus einem Werkstoff mit niedriger 
Warmeleitzahl umgibt einen Kern (2, 22) , in den die 
elektronischen Einrichtungen (3, 11, 14) eingesetzt sind. 
Der Werkstoff des Kerns (2, 22) hat eine seiche spezifische 
Warme im festen Zustand, dad der Kern (2, 22), wenn die 
Vorrichtung sich in einer Umgebung mit honer Au&entempe- 
ratur befindet, einen so groBen Teil der den Mantel (1, 21) 
durchquerenden Warmo absorbiert, da& die Erhohung der 
Temperatur der elektronischen Einrichtungen (3/ 11. 14) 
begrenzt wird und dieso auf einer mit ihren Botriebsbedin- 
gungen kompatiblen Temperatur gehalten werden. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Vcrfahren und eine Vorrichtung zum thermischen Schutz von elektronischen 
Einrichtungen, wcnn diese in einer Umgebung mit hoher AuBentemperatur eingesetzt werden. 
5 Die Erfindung betrifft auch ein eiektronisches Etikett, bei dcm dieses Verfahren benutzt wird. 

Die Halbleiter-Bauclcmente, insbesondere Siliziumhalbleitcr, stcllen heute einen groBen Teil der verwendeten 
elektronischen Schaltungen dar. Ihre Verwendung ist jedoch dadurch beschrankt, daB die elektronischen Eigen- 
schaften dieser Werkstoffe beeintnichtigt werden, wenn die Temperatur der Schaltung zunimmt. So beeintrach- 
tigen die thermischen Wirkungen die elektronischen Eigenschaften- von Siliziumschaltungen und machen sie 
io tiber ctwa 120°C in der Praxis unvcrwendbar. 

Anderc Halblciter- Werkstoffe wie binare Vcrbindungen halten die Temperatur besser aus, sind jedoch 
wesentlich teurer. . . 

Es ist deshalb haufig erforderlich, die Erhohung der Temperatur von elektronischen Einrichtungen zu begren- 
zen, wenn diese fur einen Einsatz in einer Umgebung mit hoher Temperatur bestimmt sind und ganz besonders 

15 dann, wcnn die elektronischen Einrichtungen eine autonome Stromvcrsorgung (Batterie) umfassen. Eine Batte- 
rie neigt namlich bei starker Erwarmung dazu, sich schneil zu entladen, so daB die Schaltung nicht mehr 
funktioniert. Dies ist besonders nachteilig, wenn die Batterie nicht ausgetauscht werden kann. 

In der Industrie ist die Verwendung von elektronischen Etikettenweit verbreitet. Diese bestehen gewohnlich 
aus einem Gchause, das cine Stromversorgung und eine elektronische Schaltung, im allgemeinen eine gedrucktc 

20 Schaltung, enthah, die einen Speicher, in dem Informationen uber das mit dem Etikett versehene Objekt 
gespcichcrt werden, und Schreib-Lese-Einrichtungen enthalt, die zu diesem Speicher Zugang geben. Die 
Schreib-Lese-Einrichtungen werden durch Induktion von einer feststchenden Schrcib-Lese-Station aus gespei- 
chert, vor die das Etikett gebracht wird. 

Ein Nachteil der bekannten elektronischen Etiketten besteht darin, claB sie die Produkte, die sic identifizieren, 

25 nicht begleiten konnen, wenn diese Warmebehandlungen bei Temperaturen unterzogen werden, die die maxi- 
male Vcrwendungstemperatur der Bauelemcnte, insbesondere ihrcr Stromversorgungen uberschreiten, welche 
auf einer maBigen Temperatur bieiben miissen, urn sie nicht zu schneil zu entladen. Dieser Nachteil tritt 
beispielsweise auf LackierstraBen auf, auf denen Metallteile, beispielsweise Karosserien, lackiert werden, wobei 
die Behandlungstcmperatur gewohnlich 270°C betragt. 

30 Ziel der Erfindung ist es, ein Verfahren und eine Vorrichtung zu schaffen, um elektronische Einrichtungen 
unter ihrer maximalen Verwendungstemperatur zu halten, wenn diese vorubergehend einer Umgebung mit 
hoher Temperatur ausgesetzt sind. Ein weiteres Ziel besteht darin, ein eiektronisches Etikett zu schaffen, dessen 
Bauelemente auf diese Weise geschutzt sind und das eine sichcre Datenubertragung gestattet. 

Dieses Verfahren ist crfindungsgemaB dadurch gekennzeichnet. daB die elektronischen Einrichtungen in einen 

35 Kern eingesetzt werden, der von einem Mantel aus einem Werkstofr mit einer niedrigen Warmeleitzahl umge- 
ben ist, wobei der Werkstoff des Kerns eine solche spezifische WaYme in festem Zustand hat, daB der Kern bei 
einem Betriebszyklus der elektronischen Einrichtungen von vorbestimmter Dauer in einer Umgebung mit hoher 
AuBentemperatur einen so groBen Teil der den Mantel durchquerenden Warme absorbicrt. daB die Erhohung 
der Temperatur der elektronischen Einrichtungen begrenzt wird und diese auf einer mit ihrcn Betricbsbedingun- 

40 gen kompatiblen Temperatur gehalten werden. 

Das erfindungsgcmaBe Verfahren kombiniert zwei Efekte, die eine Begrenzung der Erwarmung der elektroni- 
schen Einrichtungen gestattcn. Die niedrige Warmeleitzahl des Mantels gewahrleistct, daB die auf sein Inneres 
ubertragene Warmeleistung gering ist, so daB die ubertragene Warmemenge zumindest wahrend der vorbe- 
stimmten Dauer begrenzt isL AuBerdem wird diese Warmemenge hauptsachlich durch den Kern absorbiert, 

45 dessen spezifische Warme im festen Zustand ausreichend grofl ist. Diese Eigenschaft des Werkstoffs des Kerns 
gewahrleistet, daB die ubertragene Warmemenge, die sclbst schon reduziert ist, sich in einer begrenzten 
Erhohung der Temperatur des Kerns und der elektronischen Einrichtungen auBert 

GemaB einer zweckmaBigen Ausfuhrungsform der Erfindung sind der Kern, der Mantel und die vorbestimmte 
Dauer so gewahlt, daB die GroBe A = p-C- L 2 /(t- X/Li) groBer als 0,25 ist, wobei die in der Glcichung fur die 

50 GroBe A auftretenden Parameter sind: 

p Dichte des Werkstoffs des Kerns in kg*m~ 3 , 

c spezifische Warme des Werkstoffs des Kerns in festem Zustand in J • K ~ 1 • kg " 1 , 
L2 Mindestdicke der Wande des Kerns in m, 
t die vorbestimmte Dauer in s, 
55 X Warmeleitzahl des Werkstoffs des Mantels in W ■ m ~ 1 . K " 1 und . 
Li Mindestdicke des Mantels in m. 

Auf diese Weise erhalt man den gewunschten thermischen Schutz und gleichzeitig einen optimalen Platzbe- 
darf des Systems. 

Die erfindungsgemaBe Vorrichtung ist gekennzeichnet durch einen Mantel aus einem Werkstoff mit niedriger 
60 Warmeleitzahl und einem Kern, in den die elektronischen Einrichtungen eingesetzt sind, der sich im Inneren des 
Mantels befindet und aus einem Werkstoff mit einer solchen spezifischen Warme in festem Zustand besteht, daB 
der Kern, wenn die Vorrichtung sich in der Umgebung mit der hohen AuBentemperatur befindet, einen so 
groBen Teil der den Mantel durchquerenden Warme absorbiert, dafl-die Erhohung der Temperatur der elektro- 
nischen Einrichtungen begrenzt wird und diese wahrend einer vorbestirnmten Dauer auf einer mit ihren Be- 
65 triebsbedingungen kompatiblen Temperatur gehalten sind. 

Die Ausbildung dieser Vorrichtung beispielsweise in Form eines elektronischen Etiketts verleiht diesem 
relativ kleine Abmessungen zusammen mit den Vorteilen des beschriebenen Verfahrens, was zweckmaBig ist, 
um seincn Platzbedarf zu begrenzen und den Verlust von Daten zu vermeiden, wenn die elektronische Schaltung 
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dazu bestimmt ist, mit einer auBeren VorrichtuJig elcktromagnetische Signale auszutauschcn. 

fyeitcre Merkmalc und Vortcile der Erfindurig ergeben sich aus der folgcnden Beschreibung, in der auf die 
bciliegcnde Zcichnung Bezug genommen wird. In dicscr Zeichnung zeigen: 

Fig. 1 cine Seitenansicht eincs erfindungsgemaBen elektronischen Etiketts, 

Fig. 2 einen scnkrechten Schnitt nach der Linic 1 1 - 1 1 von Fig. 1 durch das Etikett, und 5 

Fig. 3 und 4 schematische Darstellungen zur.Vcranschaulichung der Arbcitswcisc dieses Etiketts. 

Das Verfahren und die Vorrichtung zum thcrmischen Schutz gemaB der Erfindung werden im nachstchcndcn 
anhand ihrcr bevorzugtcn Anwendung auf ein geschtitztes elektronisches Etikett beschrieben. Der Fachmann 
kann diesc Lehre auch fur die Durchfiihrung des thermischen Schutzes von anderen Arten von elektronischen 
Einrichtungen benutzen, die hohe Temperaturen aushalten miissen (bcispielsweise Halbleiter-Schaltungen odcr io 
Schaltungcn mit einer Battcrie). 

Bei der beschriebenen Anwendung umfassen die zu schutzenden elektronischen Einrichtungen (vgl. Fig. 2 und 
4) cine Battcrie 14 zur Stromvcrsorgung, die einer gedruckten Schaltung 3 Energie liefert, welche einen Speicher 
12 und cine Schrcib-Lcse-Einheit 13 zum Lcscn oder Schreiben von digitalcn Daten in cincm Speicher 12 cnthalt. 
Auf bckannte Weisc ist die Schreib-Lese-Einheit 13 mit cinem Magnetkrcis 1 1 vcrbunden, der cs dem clcktrom- 15 
schen Etikett 10 gestattct, durch Induktion Daten mit einer feststchenden Schrcib-Lesc-Station 20 auszutau- 
schen. die schematisch in Fig. 3 gezeigt ist. 

Das Etikett 10, dessen Aufbau in Fig. 1 und 2 gezeigt ist, besitzt ein auBeres Gehause 4, 5, einen Mantel 1, 21, 
der sich im Inncren des Gehauses 4, 5 befindet, und einen Kern 2, 22, in den die elektronischen Einrichtungen 3, 
1 1. 14 eingesetzt sind und dor sich im Inneren des Mantels 1, 21 befindet. 20 

Das Gehause 4, 5 bestcht aus cincm Wcrkstoff, der die hohen AuBentemperaturcn T cx t aushalt, denen das 
Etikett ausgesetzt sein kann. Ein fur das Gehause 4, 5 geeigncter Werkstoff ist der Kunststoff Polyctherethcrke- 
ton (PEEK), wie er von der Firma ICI unter der Bezeichnung "Victrex" PEEK vertrieben wird und dessen 
mechanische Eigenschaftcn bis uber 300° C erhalten bleiben. 

Der Mantel 1, 21 bestcht aus einem Werkstoff mit einer niedrigen Warmcleitzahl X. Ein fur den Mantel 1, 21 25 
geeigneter Isolicrwerkstoff ist der mikroporose Werkstoff, der von der Firma Wacker unter der Bezeichnung 
"WDS" vertrieben wird. Dieser Werkstoff besteht aus anorganischen Oxiden, insbesonderc Siiiziumoxid, und 
besitzt cine cntsprechende Warmcleitzahl X = 0,025 W-m" 1 -K"" 1 . Dieser Wcrkstoff wird durch Sintern eines 
Oxidpulvers gebildct und ist in Form von Platten crhaltlich, die zur Bildung des Mantels 1, 21 bearbcitet werden. 
Die Form des Mantels 1,21 kann auch durch Formung erreicht werden. 30 

Der Kern 22 besteht aus einem Werkstoff mit hoher spezifischer Warme C im festen Zustand. Erfindungsge- 
maB gewahrlcistct diesc hohe spezifische Warme des Kerns 2, 22, daB der Kern 2, 22, wenn die aus dem Mantel 1, 
21 und dem Kern 2, 22 bestchende Schutzvorrichtung in eine Umgebung mit hoher AuBentcmperatur T cx i 
(gewohnlich 200 bis 300° C) gebracht wird, einen so grossen Teil der den Mantel 1, 21 durchquerenden Warme 
absorbicrt, daB die Erhohung der Temperatur der zu schutzenden elektronischen Einrichtungen 3, 11, 14 35 
begrenzt wird. Man halt auf diese Weise die elektronischen Einrichtungen 3, 11, 14 zumindest wahrend einer 
vorbestimmtcn Daucr t (gewohnlich 5000 s) auf einer mit ihren Betriebsbedingungcn kompatiblcn Temperatur 
(gewohnlich unter 100°C), wenn das elektronische Etikett 10, das anfangs auf die Umgebungstempcratur (etwa 
20° C) stabilisiert war, auf die hohe Temperatur Text gebracht wird. 

Ein geeigncter Werkstoff fur den Kern 2, 22 ist ein bakelitimpragniertes Gewebc enthaltender Verbundwerk- 40 
stoff, wie er beispielsweise unter der Bezeichmjng Celoron (NFC 26150) bckannt ist, dessen spezifische Warme 
im festen Zustand C *= 1254 J-kg^-K -1 und 'dessen Dichte p » 1400 kg -m~ 3 ist. Dieser Werkstoff wird so 
geformt, daB er die Aussparung zur Aufnahme der elektronischen Einrichtungen 3, 1 1, 14 abgrenzt und daB sein 
AuBcnumriB an das Innere des Mantels 1, 21 angepaflt ist. 

Der Kern 2, 22 kann auch aus bearbeitetem rostfreiem Stahl mit einer spezifischen Warme im festen Zustand 45 
C = 502 J • kg~ 1 - K~ 1 und einer Dichte p = 7850 kg • m~ 3 bestehen. In diesem Fall befindet sich der Magnetkreis 
1 1 auBcrhalb des Kerns 2, 22 

Die elektronischen Einrichtungen 3, 11, 14 sitzen in dem Kern 2, 22 und sind in ein Harz 6 (bcispielsweise 
warmehartendes Polyurethan) eingebettet, urn fixiert zu sein. 

Der Kern 2, 22, der Mantel 1, 21 und das auBere Gehause 4, 5 sind durch Verkleben zusammengebaut. Der 50 
benutzte Kleber (in Fig. 2 mit 7 gezeigt) kann, wie es im Bereich der Verklebung von Warmcisolierungen 
bckannt ist, in Form von Emulsioncn in Wasser abgesetztes Siiiziumoxid sein, das nach Trocknung ein gutes 
Vcrhalten bei hoher Temperatur besitzt. 

Der Kern 2, 22, der Mantel 1, 21 und das Gehause 4, 5 bestehen jeweils aus einem Korper (2, 1 bzw. 4) und 
cincm Deckel (22, 21 bzw. 5), die, wie oben erwahnt wurde, zuvor durch Bearbeitung oder Formung in Form 55 
gebracht wurden. Der Korper 2 des Kerns besitzt cine Aussparung zur Aufnahme der elektronischen Einrich- 
tungen 3, 11, 14, wobei die Form dieser Aussparung so gut wie moglich, so weit es die Anforderungen der 
Formgebung zulasscn, an die AuBenumrisse der elektronischen Einrichtungen 3, 1 1, 14 angepaBt ist 

Zur Hcrstellung des in den Figurcn gezeigten elektronischen Etiketts 10 werden die elektronischen Einrich- 
tungen 3, 11, 14 in die in dem Korper 2 des Kerns fur sie vorgesehene Aussparung eingesetzt, dann wird das 60 
Polyurcthanharz 6 eingegossen, um diese Aussparung auszufiillcn. Dann wird der Deckel 22 des Kerns auf der 
Ruckscite der elektronischen Einrichtungen 3. 11, 14 aufgcsetzt, und der Kern 2,22 und sein Inhalt werden in cine 
im Korper 1 des Mantels vorgesehene Aussparung erganzendcr Form eingesetzt AnschlieBend wird der Deckel 
21 des Mantels an der Ruckseite der Vorrichtung angeklebt, und dann wird die Vorrichtung in den Korper 4 des 
auBeren Gehauses eingesetzt- Der Mantel 1, 21 wird im Korper 4 des Gehauses vcrklcbL SchlieBlich wird der 65 
Deckel 5 des Gehauses aufgcsetzt, indem er an dem Deckel 21 des Mantels angeklebt und am Korper 4 des 
Gehauses mit Hilfe eines aufgegossenen Verbindungselements 15 befestigt wird, das Flansche 16, 17 des Korpers 
4 und des Deckels 5 des auBeren Gehauses zusammenklcmmL Das aufgegossene Vcrbindungselement 15, das 

3 
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• aus derhselbcn Werkstoff wie das Gehause4, 5 bestehen kann (PEEK), gewahrleistet eine gute Abdichtung des 
Gehauses 4, 5. 

Bei dem in den Fig. 1 und 2 gczeigten Beispicl hat das Etikctt 10 im wescntlichen die Form eines Quaders mit 
abgcrundeten Ecken, wobei das aufgegossene Vcrbindungselement 15 einen Umfangswulst gegcn die Riickseitc 

5 dcs Gehauses 4, 5 zu bildet. An den vicr Ecken der RQckseite dcs Etiketts sind Organe 18 angeordnet, die die 
losbare Montage des Etiketts auf einem gceignetenTrager (nicht dargestcllt) gestatten. 

Die Arbeitsweise des obcn beschriebenen elektronischen Etiketts 10 ist allgemein bekannt. Das Etikett 10 
tauscht mit einer feststehcnden Schreib-Lese-Station 20 digitale Daten aus, wobei der Magnetkreis 11 auf die 
Vorderseite des Gehauses zu gerichtet ist, die der Station 20 gegenubersteht, wenn das Etikett 10 vor diese 

io Station 20 gebracht wird. 

Ein Vorteil des Etiketts 10, das die erfindungsgcmaBe thermische Schutzvorrichtung enthalt, besteht darin, daB 
es in einer Umgebung mit hoher AuBentemperatur'T cx i verwendet werden kann, ohne daB der Betrieb der 
elektronischen Schaltung 3 und der Batterie 14 beeintrachtigt werden. Dies wird durch die Kombination des 
Isoliermantels 1, 21 mit dem Kern 2, 22 mit hoher Warmekapazitat erreicht. 

15 Die Anmcldcrin hat eine Untersuchung zur Optimierung des thermischen Schutzes und des Platzbedarfs der 
oben beschriebenen Vorrichtung angestelk. Dabei wufden besonders interessante Ergebnisse festgestellt, wenn 
der Kern 2, 22 und der Mantel 1, 21 so beschaffen sind, daB die dimensionslose GroBe A = p-C-L2/(t-X/Li) 
groBer als 0,25 ist. In diesem Ausdruck fur die GroBe A erscheinen folgende Parameter: 
p Dichte des Werkstoffs des Kerns 2, 22 in kg • m " 3 , 

20 C spezifische Warme des Werkstoffs des Kerns 2,22 in festem Zustand in j • K~~ 1 - kg" 

L2 Mindcstdickc der Wande des Kerns 2, 22 in m, d. h. der kurzeste Abstand zwischen der Aussparung des Kerns 
2, 22 und dem Mantel 1, 21, 

t vorbestimmtc Dauer in s, wahrend der die elektronischen Einrichtungen in der Umgebung mit hoher AuBcn- 
tcmpcratur T cx t eingcsetzt werden mussen, 
25 X Warmeleitzahl des Werkstoffs des Mantels 1,21 in W-m" 1 • K~ \ und 

Li Mindestdicke des Mantels 1, 21 in m, d. h. der kleinste Abstand zwischen dem Kern 2, 22 und dem auBeren 
Gehause4,5. 

So erhalt man beispielsweise bei Abmessungen Li = 0,005 m und L2 = 0,02 m, bei denen das Etikett einen 
geringen Platzbedarf hat (cinige cm), die Wcrtc von A, die in der Tabelle I fur vier Werkstoffpaare angefiihrt 
30 sind, wobei bei rostfreiem Stahl p « 7850, C « 502, X = 15, bei Celoron p « 1400,C = 1254, und bei WDS: p = 
300, C « 1050 und X - 0,025 und die Dauer t mit 5000 s gewahlt wurde.' 

Tabelle I 



35 



Werkstoff dcs 
Mantels 1,21 



Werkstoff dcs 
Kerns 2, 22 



Temperatur 
im [nncrcn 
am Endc des 
Zyklus 



40 



rostfreier Stahl 

WDS 

WDS 

WDS 



rostfreier Stahl 
WDS 
Celoron 
rostfreier Stahl 



0,0053. 
0,25 
1,40 
3,15 



150°C 
92°C 
81 6 C 
70° C 



45 



50 



55 



60 



65 



Nachdem verschiedene auf diese Weise ausgebildete Etiketten wahrend t = 5000 s cinem Zyklus von 
Temperaturen mit bestimmten Niveaus ausgcsetzt wurden, wurden im Innercn der Vorrichtung, wo sich die 
elektronische Schaltung 3 und die Batterie 14 befindet, die in der letzten Spake von Tabelle I angegebenen 
Temperaturen festgestellt. 

Patentanspriiche 

1. Vcrfahren zum Schutz von elektronischen Einrichtungen (3, 11, 14) bei ihrcr Vcrwcndung in einer 
Umgebung mit hoher AuBentemperatur (T ext ), dadurch gekennzeichnet, daB die elektronischen Einrich- 
tungen (3, 1 1, t4) in einen Kern (2, 22) eingesetzt werden, der von einem Mantel (t, 21) aus einem Werkstoff 
mit einer niedrigen Warmeleitzahl (X) umgeben ist, wobei der Werkstoff des Kerns (2, 22) eine solchc 
spezifische Warme (C) in festem Zustand hat, daB der Kern (2, 22) bei einem Betricbszyklus der elektroni- 
schen Einrichtungen (3, 1 1, 14) von vorbestimmter Dauer (t) in einer Umgebung mit hoher AuBentempera- 
tur (T cxl ) einen so groBen Teil der den Mantel (t, 21) durchquereriden Warme absorbiert, daB die Erhohung 
der Temperatur der elektronischen Einrichtungen (3, 11, 14) begrenzt wird und diese auf einer mit ihren 
Betriebsbedingungen kompatiblen Temperatur gehaltcn werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gckennzeichnet, daB der Kern (2, 22), der Mantel (1, 21) und die 
vorbestimmte Dauer (t) des Betriebszyklus der elektronischen Einrichtungen (3, 1 1, 14) so gewahlt sind. daB 
die GroBe A - p-C - L2/(t-X/Li) groBer als 0,25 ist, wobei die in der Gleichung fur die GroBe A auftreten- 
den Parameter sind: 

p Dichte des Werkstoffs des Kerns (2, 22) in kg * m ~ 3 , 

c spezifische Warme des Werkstoffs des Kerns (2,22) in festem Zustand in J- K~ ! - kg -1 , 
L2 Mindestdicke der Wande des Kerns (2, 22) in m, 
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t die vorbestimmtc Dauer in s. 

X Warmeleitzahl des Werkstoffs des Mantels (1,21) in W-m~ 1 und 
Li Mindestdicke des Mantels (1,21) in m. 

3. Vorrichtung zum thermischen Schutz von clcktronischen Einrichtungen (3, 11, 14) gemaB dem Verfahren 
nach Anspruch 1 bei deren Verwendung in einer Umgebung mit hoher AuBentemperatur (T C xt), gekenn- 5 
zeichnct durch cinen Mantel (1, 21) aus einem Werkstoff mit niedrigcr Warmeleitzahl (X) und einem Kern 

(2, 22), in den die elcktronischen Einrichtungen (3, 1 1, 14) eingesetzt sind, der sich im Inneren des Mantels (1, 
21) befindet und aus einem Werkstoff mit einer solchen spezifischen Wiirme (C) in festem Zustand besteht, 
daB der Kern (2, 22), wenn die Vorrichtung sich in der Umgebung mit der hohen AuDentemperatur (T cx t) 
befindet, einen so groBen Teil der den Mantel (1, 21) durchquerenden Wiirme absorbiert, daB die Erhohung 10 
der Tcmperatur der elcktronischen Einrichtungen (3, 11, 14) begrenzt wird und diese wenigstens wahrend 
einer vorbestimmten Dauer (t) auf einer mit ihrcn Betriebsbedingungen kompatiblen Tempcratur gehalten 
sind. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, gekennzeichnct durch ein auBeres Gehause (4, 5), das den Mantel (1, 21) 
umgibt und die hohe AuDentemperatur (Text) aushalL 15 

5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daB der Kern (2, 22) und der 
Mantel (I, 21) so beschaffen sind, daB die GroBe A « p-C-L2/ (t-X/Li) groBer als 0,25 ist, wobei die in der 
Formel fur die GroBe A auftretenden Parameter sind: 

p Dichte des Werkstoffs des Kerns (2, 22) in kg • m ~ 3 , 

C spezifische Wiirme des Werkstoffs des Kerns (2, 22) in festem Zustand in J • K~ 1 • kg" \ 20 
L2 Mindestdicke der Wande des Kerns (2, 22) in m, 
t die vorbestimmte Dauer in s, 

X Warmeleitzahl des Werkstoffs des Mantcls'(l,21) in W-m" 1 - K" 1 und 
L] Mindestdicke des Mantels (1. 21) in m. 

6. Vorrichtung nach einem der Anspruche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB der Mantel (1 , 21) aus einem 25 
Werkstoff besteht, der aus anorganischen Oxiden, insbesondere Siiiziumoxid besteht 

7. Vorrichtung nach einem der Anspruche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB der Kern (2, 22) aus einem 
Verbundwcrkstoff besteht, der pakelitimpriignicrtes Gewebe enthalt 

8. Vorrichtung nach einem der Anspruche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB der Kern (2, 22) aus 
rostfrciem Stahl besteht 30 

9. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB das auBere Gehause (4, 5) aus Polyctheret- 
herketon besteht. 

10. Das Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 benutzendes elektronisches Etikett (10), bestehend aus einem 
Gehause (4, 5) und elektronischen Einrichtungen (3, 11, 14), die eine Stromversorgung (14) und einen 
Speicher (12) umfasscn, dem Schreib-Lese-Einrichtungen zugeordnet sind, gekennzeichnet durch cinen im 35 
Inneren des Gchiiuscs (4, 5) angeprdneten Mantel (1, 21) aus einem Werkstoff mit niedriger Warmeleitzahl 
(X) und cinen Kern (2, 22), in den die elcktronischen Einrichtungen (3, 11, 14) eingesetzt sind, der im Inneren 
des Mantels (1, 21) angcordnet ist und aus einem Werkstoff mit einer solchen spezifischen Wiirme (C) in 
festem Zustand besteht, daB der Kern (2, 22), wenn das elektronische Etikett (10) einer hohen AuDentempe- 
ratur (Text) ausgesctzt ist, einen so groBen Teii der den Mantel (1, 21)^ durchquerenden Wiirme absorbiert, 40 
daB die Erhohung der Temperatur der elektronischen Einrichtungeri (3, 11, 14) begrenzt ist und diese 
wenigstens wahrend einer vorbestimmten Dauer (t) auf einer mit ihren Betriebsbedingungen kompatiblen 
Temperatur gehalten sind. 

1 1. Elekronisches Etikett (10) nach Anspruch' 10, dadurch gekennzeichnet, daB der Kern (2, 22), der Mantel 

(1, 21) und das Gehause (4,5) durch Vcrklebcn zusammengebaut sind. 45 
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